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(57)摘要

本发明提供一种有机发光二极管显示面板，

其包含一玻璃基板、一柔性基板、一有机发光二

极管层、一薄膜封装层、以及一保护膜。所述柔性

基板设置在所述玻璃基板上。所述有机发光二极

管层，设置在所述柔性基板上。所述薄膜封装层

设置在所述有机发光二极管层上。所述保护膜设

置在所述薄膜封装层上，其中所述保护膜以聚对

苯二甲酸乙二酯制成，所述保护膜上邻近周缘处

形成一环形的切割道，在所述切割道内贯穿形成

多个切割穿孔。具有切割穿孔的保护膜可减少用

来切割所述显示面板的激光器交替使用次数，进

而简化切割工艺，提升显示面板产率。
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1.一种有机发光二极管显示面板，其特征在于，所述有机发光二极管显示面板包含：

一玻璃基板；

一柔性基板，设置在所述玻璃基板上；

一有机发光二极管层，设置在所述柔性基板上；

一薄膜封装层，设置在所述有机发光二极管层上；以及

一保护膜，设置在所述薄膜封装层上，其中所述保护膜以聚对苯二甲酸乙二酯制成，所

述保护膜上邻近周缘处形成一环形的切割道，在所述切割道内贯穿形成多个切割穿孔。

2.如权利要求1所述的有机发光二极管显示面板，其特征在于：所述切割道呈矩形。

3.如权利要求1所述的有机发光二极管显示面板，其特征在于：所述各切割穿孔为圆

形。

4.如权利要求1所述的有机发光二极管显示面板，其特征在于：所述各切割穿孔为椭圆

形。

5.如权利要求1所述的有机发光二极管显示面板，其特征在于：所述多个切割穿孔以相

互间隔方式排列。

6.如权利要求1所述的有机发光二极管显示面板，其特征在于：所述柔性基板为聚酰亚

胺。

7.一种有机发光二极管显示面板切割方法，其特征在于，所述方法包括：

一提供步骤，包括提供一有机发光二极管显示面板，其中所述有机发光二极管显示面

板包括：

一玻璃基板；

一柔性基板，设置在所述玻璃基板上，其中所述柔性基板为聚酰亚胺；

一有机发光二极管层，设置在所述柔性基板上；

一薄膜封装层，设置在所述有机发光二极管层上；以及

一保护膜，设置在所述薄膜封装层上，其中所述保护膜以聚对苯二甲酸乙二酯制造，所

述保护膜上邻近周缘处形成一环形的切割道，在所述切割道内贯穿形成多个切割穿孔；

一保护膜切割步骤，包括以一第一激光沿着所述保护膜的切割道切割所述保护膜；

一柔性基板切割步骤，包括以所述第一激光沿着所述切割道切割所述柔性基板；

一玻璃基板切割步骤，包括以一第二激光沿着所述切割道切割所述玻璃基板；以及

一裂片步骤，包括对所述有机发光二极管进行裂片。

8.如权利要求7所述的方法，其特征在于：所述保护膜切割步骤及所述柔性基板切割步

骤的所述第一激光是由一紫外线激光器所发出，所述玻璃基板切割步骤的所述第二激光是

由一二氧化碳激光器所发出。

9.如权利要求7所述的方法，其特征在于：所述保护膜切割步骤的所述第一激光是由一

紫外线激光器所发出，所述柔性基板切割步骤的所述第一激光是由另一紫外线激光器所发

出，所述玻璃基板切割步骤的所述第二激光是由一二氧化碳激光器所发出。

10.如权利要求7所述的方法，其特征在于：，所述保护膜的切割厚度是占所述保护膜、

所述柔性基板以及所述所述玻璃基板的总切割厚度的二分之一。
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有机发光二极管显示面板及其切割方法

技术领域

[0001] 本发明是有关于一种有机发光二极管(Organic  Light-emitting  Diode,OLED)显

示面板，特别是关于一种有机发光二极管显示面板及其切割方法，其可减少用来切割所述

显示面板的激光器交替使用次数，并且简化激光器切割的流程，进而降低切割制程的成本

及复杂度，进而提升有机发光二极管显示面板的产率。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic  Light-emitting  Diode,OLED)显示技术具有自发光、

广视角、反应快、高亮度、低电压、低功耗等优点，因此为近期的显示面板制造业所采用的主

流技术。

[0003] 在将一大型OLED显示面板母板切割成多个小面板的制程中，激光切割程序极为重

要。激光切割的效率和切割品质和产品厚度有密切关系，目前OLED显示面板的结构主要是

在一玻璃基板上依序堆迭设置柔性基板(聚酰亚胺(Polyimide)))、OLED层、薄膜封装(Thin 

Film  Encapsulation,TFE)层、以及聚对苯二甲酸乙二酯(Polyethylene  Terephthalate,

PET)保护膜。所述PET保护膜厚度约150um。在OLED显示面板切割制程中，OLED显示面板上的

PET保护膜厚度约占整个产品需要切割厚度的1/2，因此PET保护膜的厚度会直接影响到切

割的效率和切割品质。

[0004] 目前OLED显示面板的量产制程中，为了提高激光对面板的切割效率，提升产品生

产速度，主流方法是采用多种不同的高功率激光器来对OLED显示面板的各层进行切割。所

述切割方法包括以下步骤：以二氧化碳(CO2)激光器(又称CO2激光器，PET对所述激光器的

激光吸收率高)切割PET保护膜；以紫外线激光器进行切割PI层；以CO2激光器进行切割玻璃

基板；裂片。在所述切割方法中，由于OLED显示面板需要多个切割激光器完成切割不同膜层

的切割工艺，因此导致设备成本高且制程复杂。

[0005] 故，有必要提供一种可提高激光切割效率的有机发光二极管显示面板，以解决现

有技术所存在的问题。

发明内容

[0006] 本发明人有鉴于现有有机发光二极管(Organic  Light-emitting  Diode,OLED)显

示面板切割制程成本高且复杂的缺点，改良其不足与缺失，进而发明出一种有机发光二极

管显示面板及其切割方法。

[0007] 本发明的主要目的在于提供一种机发光二极管显示面板，其可减少用来切割所述

显示面板的激光器交替使用次数，并且简化激光器切割的流程，进而降低切割制程的成本

及复杂度，进而提升有机发光二极管显示面板的产率。

[0008] 为达上述目的，本发明有机发光二极管显示面板包括：

[0009] 一玻璃基板；

[0010] 一柔性基板，设置在所述玻璃基板上；
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[0011] 一有机发光二极管层，设置在所述柔性基板上；

[0012] 一薄膜封装层，设置在所述有机发光二极管层上；以及

[0013] 一保护膜，设置在所述薄膜封装层上，其中所述保护膜以聚对苯二甲酸乙二酯制

成，所述保护膜上邻近周缘处形成一环形的切割道，在所述切割道内贯穿形成多个切割穿

孔。

[0014] 在本发明一实施例中，所述切割道呈矩形。

[0015] 在本发明一实施例中，各切割穿孔为圆形。

[0016] 在本发明一实施例中，各切割穿孔为椭圆形。

[0017] 在本发明一实施例中，所述多个切割穿孔以相互间隔方式排列。

[0018] 在本发明一实施例中，所述柔性基板为聚酰亚胺(Polyimide,PI)。

[0019] 本发明另一目的在于提供一种有机发光二极管显示面板切割方法，其包括：

[0020] 一提供步骤，包括提供一有机发光二极管显示面板，其中所述有机发光二极管显

示面板包括：

[0021] 一玻璃基板；

[0022] 一柔性基板，设置在所述玻璃基板上，其中所述柔性基板为聚酰亚胺；

[0023] 一有机发光二极管层，设置在所述柔性基板上；

[0024] 一薄膜封装层，设置在所述有机发光二极管层上；以及

[0025] 一保护膜，设置在所述薄膜封装层上，其中所述保护膜以聚对苯二甲酸乙二酯制

造，所述保护膜上邻近周缘处形成一环形的切割道，在所述切割道内贯穿形成多个切割穿

孔；

[0026] 一保护膜切割步骤，包括以一第一激光沿着所述保护膜的切割道切割所述保护

膜；

[0027] 一柔性基板切割步骤，包括以所述第一激光沿着所述切割道切割所述柔性基板；

[0028] 一玻璃基板切割步骤，包括以一第二激光沿着所述切割道切割所述玻璃基板；以

及

[0029] 一裂片步骤，包括对所述有机发光二极管进行裂片。

[0030] 在本发明的一实施例中，所述保护膜切割步骤及所述柔性基板切割步骤的所述第

一激光是由一紫外线激光器所发出，所述玻璃基板切割步骤的所述第二激光是由一二氧化

碳激光器所发出。

[0031] 在本发明的一实施例中，所述保护膜切割步骤的所述第一激光是由一紫外线激光

器所发出，所述柔性基板切割步骤的所述第一激光是由另一紫外线激光器所发出，所述玻

璃基板切割步骤的所述第二激光是由一二氧化碳激光器所发出。

[0032] 在本发明的一实施例中，所述保护膜的切割厚度是占所述保护膜、所述柔性基板

以及所述所述玻璃基板的总切割厚度的二分之一。

[0033] 与现有技术相比较，本发明的机发光二极管显示面板及机发光二极管显示面板制

造方法具有下列优点：

[0034] 1 .本发明通过在所述以聚对苯二甲酸乙二酯(Polyethylene  Terephthalate ,

PET)制造的保护膜的切割道形成多个切割穿孔，可大幅减少激光器所必须切割的PET量，因

此激光器可由原本的PET吸收率较好的CO2激光器改为PET吸收率较差的UV激光器，就能完
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成PET保护膜的切割，且后续的聚酰亚胺(Polyimide,PI)柔性基板切割步骤同样采用UV激

光器，最后才在切割玻璃基板时改以CO2激光器进行切割，因此能够简化切割有机发光二极

管显示面板的切割工艺，避免激光器频繁更换而降低制程效率的问题。

[0035] 2.本发明通过在所述以PET制造的保护膜的切割道形成多个切割穿孔，可大幅减

少激光器所必须切割的PET量，切割时产生的灰烬也会大幅减少，避免灰烬残留在有机发光

二极管显示面板而影响显示面板后续制程的问题，进而提升切割品质。

[0036] 3.由于PET保护膜以PI柔性基板均以UV激光器进行切割，相较有技术减少了一次

不同激光器的替换使用，可避免激光器频繁启动关闭而造成激光器损坏。

[0037] 为让本发明的上述内容能更明显易懂，下文特举优选实施例，幷配合所附图式，作

详细说明如下：

附图说明

[0038] 图1是本发明有机发光二极管显示面板的侧面剖视图。

[0039] 图2是本发明有机发光二极管显示面板的俯视图。

[0040] 图3是本发明有机发光二极管显示面板制造方法的步骤流程图。

具体实施方式

[0041] 请参照图1以及图2，本发明有机发光二极管(Organic  Light-emitting  Diode ,

OLED)显示面板包括：一玻璃基板10、一柔性基板20、一有机发光二极管层30、一薄膜封装

(Thin  Film  Encapsulation,TFE)层40、以及一保护膜50。

[0042] 所述柔性基板20设置在所述玻璃基板10上。优选地，所述柔性基板20可为聚酰亚

胺(Polyimide,PI)。

[0043] 所述有机发光二极管层30设置在所述柔性基板20上。

[0044] 所述薄膜封装层40设置在所述有机发光二极管层30上。

[0045] 所述保护膜50设置在所述薄膜封装层40上，其中所述保护膜50以聚对苯二甲酸乙

二酯(polyethylene  terephthalate,PET)制成，所述保护膜50上邻近周缘处形成一环形的

切割道52，在所述切割道52内贯穿形成多个切割穿孔53。优选地，所述切割道52呈矩形。优

选地，各切割穿孔53为圆形或是椭圆形。优选地，所述多个切割穿孔53以相互间隔方式排

列。

[0046] 在本发明详细实施例中，所述切割道52宽度为a，各切割穿孔53直径为b，相邻切割

孔之间距为c，产品宽度d，所述保护膜50长度为e，所述保护膜50厚度为f，计算可得切割道

52上的切割穿孔53的数量m＝(2*(e+d))/c+1。所述保护膜50的切割道52上的切割穿孔53所

占体积V，V＝3.14*((2*(e+d))/c+1)*(b/2)2*f。

[0047] 请参照图3，本发明有机发光二极管显示面板切割方法包括：一提供步骤S01、一保

护膜切割步骤S02、一柔性基板切割步骤S03、一玻璃基板切割步骤S04、以及一裂片步骤

S05。

[0048] 所述提供步骤S01包括提供一如上所述的有机发光二极管显示面板。

[0049] 所述保护膜切割步骤S02包括以一第一激光沿着所述保护膜50的切割道52切割所

述保护膜50。
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[0050] 所述柔性基板切割步骤S03包括以所述第一激光沿着所述切割道52切割所述柔性

基板20。

[0051] 所述玻璃基板切割步骤S04包括以一第二激光沿着所述切割道52切割所述玻璃基

板10。

[0052] 所述裂片步骤S05包括对所述有机发光二极管进行裂片。

[0053] 优选地，所述保护膜切割步骤S02及所述柔性基板切割步骤S03的所述第一激光是

由一紫外线激光器所发出，所述玻璃基板切割步骤S04的所述第二激光是由一二氧化碳激

光器所发出。或者，优选地，所述保护膜切割步骤S02的所述第一激光是由一紫外线激光器

所发出，所述柔性基板切割步骤S03的所述第一激光是由另一紫外线激光器所发出，所述玻

璃基板切割步骤S04的所述第二激光是由一二氧化碳激光器所发出。

[0054] 优选地，所述保护膜50的切割厚度是占所述保护膜50、所述柔性基板20以及所述

所述玻璃基板10的总切割厚度的二分之一。

[0055] 与现有技术相比较，本发明的机发光二极管显示面板及机发光二极管显示面板制

造方法具有下列优点：

[0056] 1 .本发明通过在所述以聚对苯二甲酸乙二酯(Polyethylene  Terephthalate ,

PET)制造的保护膜50的切割道52形成多个切割穿孔53，可大幅减少激光器所必须切割的

PET量，因此激光器可由原本的PET吸收率较好的CO2激光器改为PET吸收率较差的UV激光

器，就能完成PET保护膜50的切割，且后续的聚酰亚胺(Polyimide ,PI)柔性基板切割步骤

S03同样采用UV激光器，最后才在切割玻璃基板10时改以CO2激光器进行切割，因此能够简

化切割有机发光二极管显示面板的切割工艺，避免激光器频繁更换而降低制程效率的问

题。

[0057] 2.本发明通过在所述以PET制造的保护膜50的切割道52形成多个切割穿孔53，可

大幅减少激光器所必须切割的PET量，切割时产生的灰烬也会大幅减少，避免灰烬残留在有

机发光二极管显示面板而影响显示面板后续制程的问题，进而提升切割品质。

[0058] 3.由于PET保护膜50以PI柔性基板20均以UV激光器进行切割，相较有技术减少了

一次不同激光器的替换使用，可避免激光器频繁启动关闭而造成激光器损坏。
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摘要(译)

本发明提供一种有机发光二极管显示面板，其包含一玻璃基板、一柔性
基板、一有机发光二极管层、一薄膜封装层、以及一保护膜。所述柔性
基板设置在所述玻璃基板上。所述有机发光二极管层，设置在所述柔性
基板上。所述薄膜封装层设置在所述有机发光二极管层上。所述保护膜
设置在所述薄膜封装层上，其中所述保护膜以聚对苯二甲酸乙二酯制
成，所述保护膜上邻近周缘处形成一环形的切割道，在所述切割道内贯
穿形成多个切割穿孔。具有切割穿孔的保护膜可减少用来切割所述显示
面板的激光器交替使用次数，进而简化切割工艺，提升显示面板产率。
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